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Abstract (en)
A vegetation-supporting layer (5), as a mixture consisting of a substrate, a soil stabiliser and water, is applied, preferably with a spray device, to a
slope or a wall (1). The thickness of the vegetation-supporting layer is at most 25 cm. Through the action of the soil stabiliser, the substrate adheres
in itself and to three-dimensional grids (3) attached beforehand. Erosion or slippage in the face of nasty weather conditions is prevented. The
process permits, for example, cost-effective, subsequent grassing of steep revetments or walls. <IMAGE>

Abstract (de)
An einer Böschung und/oder an einer Wand (1) wird ein der Begrünung dienender Vegetationsunterboden (5) als Gemisch aus einem Substrat,
einem Bodenfestiger und Wasser vorzugsweise mit einer Spritzvorrichtung aufgetragen. Die Schichtdicke des Vegetationsunterbodens beträgt
höchstens 25 cm. Das Substrat haftet durch die Wirkung des Bodenfestigers in sich und an vorgängig angebrachten dreidimensionalen Gittern
(3). Ein Auswaschen oder Abrutschen bei widerlichen Witterungsverhältnissen wird verhindert. Das Verfahren gestattet beispielsweise ein
kostengünstiges nachträgliches Begrünen von steilen Stützwänden oder Mauern.
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